LASERBASIERTES
PACKAGING VON
SILIZIUM/GLAS-BAUTEILEN
MITTELS GLASLOT

Aufgabenstellung

Bei der Herstellung von Prazisionsbauteilen wie Sensoren
finden immer haufiger Kombinationen aus artungleichen
Werkstoffen zur Herstellung eines hermetisch dichten
Packagings Verwendung. Die Materialpaarung Silizium

und Glas (Borofloatglas) kommt dabei nicht selten zum
Einsatz. Da das Packaging oftmals temperaturempfindliche
Komponenten umschlieBt, entfallen Ofenprozesse wie das
anodische oder das konventionelle Glasfrit-Bonden, da hierbei
integrierte, temperaturempfindliche Bauteilkomponenten
geschadigt werden. Klebeverfahren entfallen ebenso, da
diese keine langzeitstabile Gasdichtheit zur Vermeidung einer
Sauerstoff- und Feuchtigkeitspermeation gewahrleisten.

Vorgehensweise

Das Verfahren des laserstrahlbasierten Glasfritbondens er-
maoglicht eine Minimierung der Energiedeposition, da lediglich
die zum Schmelzen des Lots notwendige Energie direkt im

Lot appliziert wird. Eine thermische Belastung empfindlicher,
integrierter Komponenten wird vermieden. Fiir die Herstellung
eines Packagings artungleicher Werkstoffe ist allerdings eine
Kompatibilitdt der Warmeausdehnungskoeffizienten (CTE)

der Einzelkomponenten des Gesamtverbunds erforderlich.
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Der eigentliche Lotprozess verlauft quasisimultan. Bei einer

quasisimultanen Prozessfihrung wird der Laserstrahl mittels
Scanner mit Geschwindigkeiten von ca. 1000 mm/s einige
hundert Mal Uber die Lotkontur bewegt, um so eine gleich-
maBige Verbindungsbildung zu gewabhrleisten.

Ergebnis

Durch die kontinuierliche Prozessfiihrung kann eine
homogene Lotverbindung zwischen den beiden Fligepartnern
realisiert werden. FUr die Verbindung eines 5,5 x 6,5 mm?2
groBen Glasdeckels mit einem entsprechenden Siliziumsockel
wird eine Prozesszeit von 10 s erreicht, die den geforderten
Verbindungskraften gerecht wird.

Anwendungsfelder

Maogliche Anwendungen fr dieses Verfahren sind das
Verkapseln von Sensoren, Komponenten optischer bzw.
medizintechnischer Produkte und das Packaging von Displays.
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